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XIDIAN UNIVERSITY

机电工程学院微系统研究团队 联合创新实验室

团队以田文超教授为学术带头人，包括7位

教师及20余位博士和硕士研究生，近年来团队

主要研究方向为先进电子封装及高密度微组装技

术、微纳机电技术及智能光电检测与机电控制。

团队先后获得国家自然科学基金委、科技部、

科工局、装备发展部、教育部、工信部、陕

西省、西安市等部委以及中国电子、中国电科、

航天科工、华为、中兴等众多企业合作项目共

计7 0余项，荣获泰山创业领军人才、陕西省

科学技术二等奖等奖项，出版专著5部，发表

成立于2007年，总部位于上

海，是一家致力于“软硬结合、共创互

联”的高新技术企业。业务涵盖自研的

高端智能装备、工业自动化、工业软件、

工业互联网搭建、大数据人工智能应用等

领域，专注于打造软硬结合智能制造整体

解决方案。

广东省高

新技术企业，国内半导体器件专业研发制

造商。产品系列有各种封装的双极型晶体

管、场效应晶体管、晶闸管、肖特基、
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